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Abstract (en)
Arrangement for introducing a material strip (1) into conveying paths (22, 23) of a angle bar projection (34) of a rotary printing machine comprises a
longitudinal cutting device (4) variably positioned in the projection, strip insertion devices (12, 13), and components for connecting the material strip
to the strip insertion devices. An adjusting element (5) bridging the feed gap (15) to a counter roller (3) is also included. An Independent claim is also
included for a rotary printing machine comprising an arrangement for introducing a material strip. Preferred Features: An insertion element (B) is held
above the strip plane in the projection on a clamping device (6).

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrichtung zum Einführen einer Materialbahn (1), die in Teilmaterialbahnstränge (1a, 1b) aufteilbar ist in
Förderpfade (22, 23) eines Wendestangenüberbaus (34) einer Rotationsdruckmaschine. Es ist eine im Wendestangenüberbau (34) variabel
positionierbare Längsschneideinrichtung (4) sowie Bahneinziehvorrichtungen (12, 13) und Komponenten zur Verbindung der Materialbahn (1)
oder der Teilmaterialbahnstränge (1a, 1b) mit den Bahneinziehvorrichtungen (12, 13) vorgesehen. Der Bahnlaufebene ist ein anstellbares, einen
Andrückspalt (15) zu einem Wendestangenüberbau (34) aufgenommenen Gegenwalze (3) überbrückendes Anstellelement zugeordnet, mit dem
einer der Teilmaterialbahnstränge (1a) bzw. (1b) mit einem in die Bahnlaufebene einfahrbaren Einführungselement (b) verbindbar ist. <IMAGE>
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